
WLP/PLP

CV8511
CV5788

Low stress 
低应力

Low shrinkage 
低收缩率

Low temp.curability 
低温固化

Encapsulation Materials for FOWLP/PLP 

FOWLP/PLP 封装材料

Image sensor

BGA

CSP

CV5350AS

CV5797U
CV5794L
XV7803（*）

High heat resistance 
Secondary mounting Reinforcement materials

高耐热性二次实装加固材料 

Low-temperature curing 
Secondary mounting Underfill materials

低温固化二次实装底部填充材料
Cures at a low temp of 80℃. 

After curing, Tg is 140℃ or greater

仅需低温 80℃即可固化。固化后，Tg 不小于 140℃ 

Industry's highest Tg 160℃ 
行业内最高的玻璃转变温度 160℃

for the PKG (> 25 mm square sized) 
可适用于边长 25mm 以上的 PKG

PoP

FC CSP

FC BGA

CV8710 CV8713CV5300 CV5350 CV8580

High fluidity
高流动性

for Narrow gap/pitch
适用于狭缝间隙／狭窄间距

Reduced void/bleed
少气孔 ／溢出

Saving process time 
缩短工艺时间

for Narrow gap/pitch
适用于狭缝间隙／狭窄间距

Low warpage
低翘曲性

Molded Underfill(MUF) 
Semiconductor encapsulation Molding compounds 

MUF 模塑底部填充半导体形式封装材料 

Capillary Underfill(CUF)
Semiconductor encapsulation materials

CUF 毛细管底部填充半导体形式封装材料 

Power Device

CV8540series

For Intelligent Power Module (IPM) 
High heat resistance semiconductor encapsulation materials

IPM 用 高耐热半导体封装材料

Low warpage, Low stress
低翘曲、低应力

High heat resistance
高耐热性

High volume resistivity
高体积电阻率

Single-Chip
Stacked-Chip
NAND-Flash
etc.

PoP-Bottom
Flip-Chip
etc.

AiP , PAM
FEM , etc.

Flip-Chip , etc.

半导体基板材料
IC Substrate Materials series

系列

CSP FC CSP

FC BGA

Module
R-G545L/R-G545E

R-1515V/R-1515K R-G535S/R-G535E

R-1515W R-1515A

R-G515S/R-G515E

R-1515E

Low Df/Dk
低 Df/Dk

Ultra-low CTE (*0.2 ～ 1.8mm)
超低热膨胀系数 (*0.2 ～ 1.8mm)

Low CTE (*0.2 ～ 1.8mm)
低热膨胀系数 (*0.2 ～ 1.8mm)

Ultra thin matrial (*0.04 ～ 0.1mm)
超薄材料 (*0.04 ～ 0.1mm)

Thin marial
薄材料

本公司的无卤素材料基于的是
JPCA-ES-01-2003 等的定义。

Our Halogen-free materials are based on 

JPCA-ES-01-2003 standard and others. 
* 品厚度

For Automotive IC package Delamination free 
surface mounting semiconductor encapsulation materials

用于车载半导体封装的
无分层表面贴装型封装材料 

半导体封装材料 / 实装加固材料 
Semiconductor Encapsulation Materials/Mounting Reinforcement Materials 

松下  先进半导体材料
Panasonic Materials for Advanced Semiconductors
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